
Przykładowe pytania na pierwsze kolokwium z Projektowania i konstrukcji urz�dze�  
 3 sem. EiT 

 
1. Przedstawi� drog� urz�dzenia elektronicznego od jego koncepcji do utylizacji. 
2. Przedstawi� klasyfikacj� nara�e� �rodowiskowych ze wzgl�du na ich �ródło. 
3. Scharakteryzowa� poł�czenie owijane.   
4. Scharakteryzowa� poł�czenie zaciskane. 
5. Jakie metale wchodz� w skład lutów do lutowania? 
6. Jak mo�na odró�ni� materiały dolutowania ołowiowego i bezołowiowego? 
7. Scharakteryzowa� proces lutowania na fali. 
8. Scharakteryzowa� proces lutowania rozpływowego. 
9. W jakim procesie lutowania (ołowiowym czy bezołowiowym) trzeba stosowa� wy�sz� 

temperatur�? 
10. Wymieni� typowe usterki wyst�puj�ce w procesie lutowania automatycznego. 
11. Wymieni� materiały stosowane na podło�a obwodów drukowanych. 
12. Jakimi cechami powinny si� charakteryzowa� podło�a obwodów drukowanych 

stosowanych w zakresie wysokich cz�stotliwo�ci? 
13. Wymieni� stosowane powłoki obwodów drukowanych. 
14. Wymieni� metody wytwarzania obwodów drukowanych. 
15. Scharakteryzowa� wybran� subtraktywn� metod� wytwarzania obwodów 

drukowanych. 
16. Scharakteryzowa� wybran� addytywn� metod� wytwarzania obwodów drukowanych.  
17. Przedstawi� kolejno etapy wytwarzania jednowarstwowych obwodów drukowanych. 
18. Przedstawi� kolejno etapy wytwarzania dwuwarstwowych obwodów drukowanych. 
19. Wymieni� kryteria wyboru rozwi�zania konstrukcyjnego obwodu drukowanego. 
20. Poda� zasady rozmieszczania elementów na powierzchni obwodu drukowanego. 
21. Od czego zale�y szeroko�� �cie�ki w obwodzie drukowanym? 
22. Co wpływa na minimaln� odległo�� mi�dzy �cie�kami w obwodzie drukowanym? 
23. Do czego słu�� pułapki lutowia? 
 


